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l?rJ^'X«ca"S mvolve^a, exposure o^^ 

on a transparent substrate with a focussed laser beam, usmg (I) 
?Sn?g a S ai) a light-sensitive material (III) and a ballast cpd 
(IV)! (b) development to form very small pits m the surface of I) 
c) bakine to fix (I) : (d) UV exposure: and then either (e-l) coatmg 
wi h freflective fJim and forming a protective film on the reflective 
film; or (e-2) transferring a transparent coat of UV-curable resm to 
the surface.^^^ (ID are cresol novolak resins; (III) esters of 
1.2-naphthoquinone-diazo-5-sulphonyl chloride: ^nd .^^^^ 
bis(hydroxyaryl) or aryl hydroxyaryl ketones, alkyl gallates. N- 

"^'^^•rSE/ASvST^^^^^ is relatively simple, reduces 

the number of prodn. stages and increases the life of the discs. It is 
s^ttamT for making many types of optical discs, both m mas^ prodn^ 
and esp. in small-scale prodn. e.g. of audio-visual software. (lOpp 
Dwg.No.2/3) 
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@ Optische Platte und Verfahren zu deren Herstellung 

Eine optische Platte mit einem lichtdurchlassigen Sub- 
strat. etner darauf ausgebildeten Photolackschicht. die ein 
Harz. ein iichtempfindliches Material und eine Bailastverbin- 
dung umfa&t und in ihrer Oberflache sehr kleine Vertiefun- 
gen besitzt, und einem auf der Photolackschicht ausgebilde- 
ten reflektierenden Film. 

Ein Verfahren zur Herstellung einer solchen optischen Platte 
umfaSt einen Schritt des Belichtens einer das (ichtdurchlas- 
sige Substrat und die darauf ausgebildete Photolackschicht 
aufweisenden Vorlage mittels eines fokussierten .Laser- 
strahls, einen Schritt des Entwtckelns dieser Vorlage. um in 
der Oberflache der Photolackschicht sehr kleine Vertiefun- 
gen auszubilden. einen Nachbrennschritt des Erwarmens der 
Photolackschicht. um diese zu fixieren. einen Schritt des 
Bestrahlens einer Oberflache der Vorlage mit ultravioletten 
Strahlen. einen Schrin des Ausbiidens eines reflektierenden 
Films auf der Photolackschicht und einen Schritt des 
Ausbiidens eines Schutzfilms auf dem reflektierenden Film. 
Da dieses Verfahren nur verhaltnisma&ig einfache Schritte 
umfadt. ist es fiir die Herstellung von vielen verschiedenen 
optischen Platten in jeweiis geringer Stuckzahl geeignet. 
Alternativ kann das Verfahren nach dem Schritt des Bestrah- 
lens mit ultravioletten Strahlen einen Schritt aufweisen. in 
dem eine Ubearagungsschicht aus emem lichtdurchlassigen 
und mittels uUravioletter Strahlen hanenden Harz auf der 
Oberflache der Photolackschicht ausgebiidet wird. 
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Beschreibung 

Die vorliegende ErHndung betrifft eine optische Platte und ein Verfahren zu deren Herstellung. 
- »eze,r!V.'^'.rH T ^^^f^'^'"^" die Herstellung von optischen Flatten wie etwa von Bildplatten 
die au • ?er Haut '/.n^ r .""'^k'T'^I''' '""l P''°««>''>'^»'^hicht 2 aufweisende Photoresistvorlage 
.Lm n ^ ^ f i ^L"^' Glasscheibe I gleichmaOig verteilt ist. wie in Fig. 3(a) gezeigt vorbereitet 
ansch heBend w,rd auf die Photolackschicht 2 ein Userstrahl U gerichtet. der gfmaVe^em vo.Sebe^ 
S^gna m.erm.ttierend e.ngeschaltet wird. um auf der PhotolackschLt 2 ein gespeichertes BiTd in Form Vine" 
sp.ralform.g oder konzentr.sch geformten Reihe von Punkten. die einer vorgeglbenen InformSn emsoTechln 
' ELS«"n Sr^LT*;' '""f i^'^ Photoresistvorlage entwickelt. um au' ihreini RerirS'Snen 
em irSen o daB r^/f bezeichnet werden) zu schaffen. die dem aufzuzeichnenden Sa" 

SJhfrh^; Mnf^^ ' entwickelte Photoresistvorlage ergibt. die die mit den Gruben versehene Photo- 

lackschicht 2 (Informat.onsaufzeichnungsschicht) und die Glasscheibe 1 aufweist. wie in F.e 3(b) eezeiet Lt 
der Gir.^^l'^';°'°""'l''''^^' ' '^'"^^ entwickelten Photoresistvorlage mit dem zLl ih;efFixiS aS 
£ ?iV J;.. ! getrocknet (nachgebrannt). so daB sich eine getrocknete Photoresistvorlage e gib wie in 
Sarioft' umT.rh -ird die Photolackschicht 2 mit einem Metall wie etwa Sifber Oder N^kLl 

JirTJ ^T" ^ ^" ^ich eine Vorlage 3a der PhotoresistvorLge mh 

fn ormr^nr/7^"^'"'''" n'^l'^^ ^^^^^ bedeutet. daB die die GrS" ufwefsende 

STn SenTw-r^^^^ f Bedampfung der Photolackschicht mit einem Metall leitend gemach 
^ [rh, , ^'^ erhaltenc Mutterphotoresistvorlage in ein Nickel-Galvano-Formungsbad einee- 

Irlh. K,"'."'^.^" ^ """'^'^ Elektroplattierung Nickel (Ni) aufzubringen. um eTe dicke Nickel 

An cMi^B.nH ^'^e" Nickelstempel zu schaffen. wodur^h eine Platte erhalten wird. wif s^ 7F^^mtlT^^^ 
AnschlieBend wird der Stempel oder die Nickelschicht 4 von der Glasscheibe 1 abeetrennf wie in vn 
wSurS^'fj-t'!^' ' 7' ir'^ stmpe' JeSfel^" w'erJen daS 

pe an e n^Jor^ eeL^nl^^^^^^^^^^^ ^"'c'"'" " ^''nn wird der Nickelstm 

den NicTdstelel J^^S^ einer SpntzguBmaschine angebracht und festgeklemmt Weiterhin wird in • 

methySacXo^^^^ Harzmatenal w,e etwa geschmolzenes und flieOfahiges PMMA(Poly- 

SeTwird i l^n AhH (P^'y'^'^^''^"^') g«P"««- wobei das Harzmaterial nach seinem Ausharten abge- 
zuSfen! '^"'"'^ "'"^^ vorgegebenen Informadonsaufzeichnungsnache . 

VeCillSnrietnnl^r viyat'r"'h ein reflektierender Film wie e.wa ein Aluminiumf.lm un.er • 

dP;SJptSe pTat^^^^^^^^ ""'^ EndbearbeitungsprozeB unterworfen. so daB sicS . 

Hpf^'.^^Tf*'"''^"""!.'^^^" ^^'^''^ren sind jedoch einerseits viele Galvanoformungsschritte erforderlich bis 
S s ITd'S " fe—^^^^ '1" Vorgang der Elektroplattierung vie! Ze.f erford" rlicf iSd^^^^^^^^ 

PrSuTtion derlSfnlif ^. T ^^^^^^ ^erhaltn.smaBig groBe SpritzguBmaschine benotigt Da die 

Pr^.^u ' Stempels viel Zeit in Anspruch nimmt und teuer ist. ist das herkommliche Verfahren fQr d « • 

Sretrch^r^^^^^^^^^^^^^^^^ Massenproduktion von optischen Flatten mSrhSstal 

«eSrn%^l^SunirHl?H ^' der gattungsgemaBen Art gemSB einem ersten Aspekt der vorlie- 
nifl A f '^"'■^^ "^'^ Merkmale im kennzeichnenden Teil des Anspniches I. 

Schl.eBI.ch w,rd die Aufgabe bei einem Verfahren der gattungsgemaSen Art gemSB einem weiteren Asoekt 
Erfinl'^" E;:f'"dung gelest durch die Merkmale im kennzeichnenden Teil des Ansp ucheH ^ 

dem kal d!!lebe!ir" ^"^^"I der Produktionsschritte fur die optische Platte verringen werden, auBer- 

aem kann die Lebensdauer der optischen Platte verlangert werden 

wt^urch da^Hpr? "if ""^'^Tf '^l ^"i; ""^ Herstellung eines Stempels erforderliche Zeit abgekOrzt werden 
wodurch das Herstellungsverfahren fur d.e optische Platte vereinfacht wird. 

na?e^r[iutert?es"zefgen^ "evorzugter AusfOhrungsformen mi, Bezug auf die Zeichnungen 

fii/^fn. n '?*"h^ d7^"'^''"o^"^'"'^^"'" Elemente in den einzelnen Schritten eines Herstellungsverfahrens 
fur eine opfsche Platte gemaB e.ner ersten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung- "^"""P^*"'"^"* 
... - emen schematischen Querschnitt der Eiemente in den einzelnen Schritten eines Herstellun«verfahren^ 
nrsren f r""" .«T"*A'"'^ Ausfuhrungsform der vorliegenden Er^nd"ng?und ^ ' 

stenu^ngs^elVr^n^r^^^^^^^^^^^^^ ^'^'"^"'^ '^'"^^'^ eines^erk.mmlichen Her- 

sci"ch^.u'!leSa^e"n/oH^^^ rV'^ "nu" ^^^f^^rungsform wird zunachst mi.tels eines Schleuderbe- 
weis. d.e rufder H, °f ^'"^ Photoresistvorlage geschaffen. die erne Photolackschicht 20 auf- 

rratvK I P"«"« gere.n.gten. lichtdurchlassigen Substrats 10 aus Glas FMMA PC oder 

U rfhte^S^^^^^^^ k""" '"f '.'^'^ ^■'^'^ ^""^ Pho,o,acksch,ch. 20 ein Lase^strah 

La gencmet. der gemaU einem vorgegebenen Signal iniermitnerend eingeschaliet w.rd. um auf der Photolack- 
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schicht 20 ein gespeichertes Bild in einer spiralformigen oder konzentrischen Reihe von Punkten. die der 
vorgegebenen Information entsprechen, zu erzeugen. Die Photolackschichi 20 umfaBt ein Harz. ein lichtemp- 
findliches Material und eine Ballasiverbindung. deren Zusammensetzung weiter unten beschrieben wird. 

Anschliefiend wird die belichtete Photoresistvorlage eniwickelt. um auf dieser eine Reihe von sehr kleinen 
Eintiefungen zu schaffen, die dem aufzuzeichnenden Signal entsprechen: dadurch wird eine entwickelte Phoiore- 5 
sistvorlage erhalten. die die mit Gruben versehene Photolackschicht 20(lnformationsaufzeichnungsschicht) und 
das lichtdurchlassige Substrat 10 aufweist. wie in Fig. 1(a) gezeigt ist. 

Die Photolackschicht 20 auf dieser entwickelten Photoresistvorlage wird erwarnit und mit dem Ziel ihrer 
Fixierung auf dem lichtdurchlassigen Substrat 10 getrocknet (nachgebrannt), wodurch sich eine getrocknete 
Photoresistvorlage ergibt, wie in Fig. 1 (c) gezeigt ist. 10 

Dann wird die Photolackschicht 20 mil Ultraviolettstrahlen bestrahlt. wie in Rg. 1(d) gezeigt. um die Vernet- 
zung des Harzes in der Photolackschicht 20 zu beschleunigen, damit die Photolackschicht als Informationsauf- 
zeichnungsflache ausgehartet wird. 

AnschlieBend wird auf der die Reihe von sehr kleinen Gruben aufweisenden Informationsaufzeichnungsflache 
ein reflektierender Film 30 aus Aluminium oder dergleichen ausgebildet. wie in Fig. 1(e) gezeigt ist, woraufhin 15 
dieser reflektierende Film 30 mit einem Schutzfilm uberzogen wird, wodurch eine optische Platte erhalten wird. 

Das Herstellungsverfahren fiir eine optische Platte gemaB dieser ersien Ausfuhrungsform der vorliegendep 
Erfindung ist bis zum Schriti des Nachbrennens mit dem herkommlichen Verfahren identisch. Ein wesentliches 
erfindungsgemaQes Merkmai dieser Ausfuhrungsform umfaBt die Ausftihrung des Schrittes des Beschteunigens 
des Vernetzens der Photolackschicht 20 nach dem Schritt des Nachbrennens. 20 

Genauer dient die Platienstrukiur gemaB dieser ersten Ausfuhrungsform. die den reflektierenden Film um- 
faBt, der auf der die Gruben aufweisenden Photolackschicht ausgebildet ist. bei der Produktion einer oder 
mehrerer optischer Platten als eine solche optische Platte. Es ist daher notwendig. die von der Zeit abhangige 
Verschlechterung der Photolackschicht 20 zu unterdrucken und die Korrosion des reflektierenden Films durch 
die Photolackschicht zu verhindem. Dazu wird die Vernetzung der Photolackschicht 20 beschleunigt, um diese 25 
Photolackschicht 20 schneller zu stabilisieren, damit die gleichzeitig stattfindende Korrosion des reflektierenden 
Films unterdriickt wird 

Im Stand der Technik ist versucht worden. die Plattenstruktur, die eine Gruben aufweisende und mit einem 
reflektierenden Film uberzogene Photolackschicht 20 aufweist. direkt als optische Platte zu verwenden. Die sich 
daraus ergebende optische Platte konnte jedoch ihre Leistungsmerkmale aufgrund der Verschlechterung der 30 
Photolackschicht und des mit der Photolackschicht eng verbundenen reflektierenden Films nicht iiber eine lange 
Zeitperiode beibehalten. Mit dem erfindungsgem&Qen Verfahren gem^B der ersten Ausfuhrungsform kdnnen 
sowohl diese Nachteile als auch die obenerwahnten Probleme des Standes der Technik bezuglich des zeiiauf- 
wendigen Herstellungsprozesses und der vielen Produktionsschritte beseitigt werden. Die durch das Verfahren 
gemaB dieser Ausfuhrungsform erhaltene optische Platte benotigt wahrend des gesamten Produktionsprozesses 35 
keinen Stempel fur die Erzeugung eines Abdrucks, so daB sie eine getreue Informationsaufzeichnungsflache 
erhalt 

Wie oben beschrieben. konnen mit dem Herstellungsverfahren fur eine optische Platte gemaB der ersien 
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung die Produktionsschritte vereinfacht werden. so daB dieses Verfah- 
ren fur die Produktion von optischen Platten in geringer Stuckzahl geeignet ist; daher ist mit diesem erfmdungs- 40 
gemaBen Verfahren das Problem vielfattiger Typen von audiovisueller Software in jeweils geringer Stuckzahl 
beherrschbar. Die erfindungsgemaBe optische Platte kann eine I nformationsauf zeichnungsflache mit richtig 
geformten Gruben erhalten. 

Nun wird die zweite Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung beschrieben. Bei der Herstellung einer 
Oder mehrerer optischer Platten kann ein Verfahren angewendet werden. bei dem das als Informationsaufzeich- 45 
nungsflache dienende Muster der sehr kleinen Gruben der Mutterphotoresistvorlage unter Verwendung eines 
Harzstempels und nicht eines Metallstempels iibertragen wird und anhand dieses Harzstempels ein Abdruck 
erstellt wird. Dieses Abdruck- Herstellungsverfahren ist ein sogenanntes 2P- Verfahren (Photopolymer- Verfah- 
ren). bei dem ein (''2P'' genanntes) Photopolymer- Fluid verwendet wird, das ein durch Ultraviolettstrahlen 
hartendes Harz ist. mit dem die Informationsaufzeichnungsflache uberzogen wird. wobei die Schicht gemaB 50 
diesem Verfahren anschlieBend mit ultravioletien Strahlen bestrahlt wird. um das 2P zu harten und anschlieBend 
das gehartete 2P als Obertragungsschicht fiir die Informationsaufzeichnungsflache verwendet wird. Bei der 
Obertragung der Informaiionsaufzeichnungsflache, die der Schaffung eines Abdrucks unter Verwendung des 
2P-Verfahrens dient. muB auf der Oberflache der Photolackschicht der Mutterphotoresistvorlage eine Sperr- 
schicht wie etwa ein Metallfilm ausgebildet werden, um eine Korrosion des Photoresists durch das 2P-Material 55 
zu verhindern. Die Ausbildung der Sperrschicht kann die folgenden drei Probleme (1 ) bis (3) zur Folge haben.die 
jedoch durch das Verfahren gemaB der zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung beseitigt werden 
kdnnen. 

1 ) Die Ausbildung des Metallfilms ist schwierig und zeitaufwendig. 60 

2) Da die Sperrschicht auf den in der Photolackschicht ausgebildeten Gruben vorgesehen wird. werden die 
Formen der Gruben auf der Ubenragungsflache geandert, was eine Verschlechterung der Reproduktion 
der Signale aus der mittels des Harzstempels aus einem Abdruck erhaltenen optischen Platte zur Folge hat. 

3) Da die Abdeckungsabdeckung aus einer Reinraum-Atmosphare entnommen und anschlieBend in einer 
Dampfabscheidungsmaschine angeordnet wird. kann an der Abdeckung Staub anhaften. der Signaiausfalle 65 
zur Folge haben kann. 

Nun wird das Herstellungsverfahren fur eine optische Platte gemiiB der zweiten Ausfuhrungsform der 
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vorhegenden Erfindung. mil dem die obenerwahnien Probleme beseitigt werden kdnnen. beschrieben. 

Zunachst wird auf der Hauptseite einer gereinigien. iichtdurchlassigen Platte 100 aus Clas. die als Substrat der 
Photoresisivprlage dient. eine Photoiackschicht 200 gleichmaBig ausgebildet. wobei ein Schleuderbeschich- 
tungsverfahren oder dergleichen verwendet wird und die Photoresistvorlage geschaffen wird. Wie in Fig. 2(a) 
5 gezeigt. wird die Photoiackschicht 200 mit einem Laserstrahl La bestrahlt. der gemaB einem vorgegebenen 
aufzuzeichnenden Signal iniermittierend eingeschaitei wird so daO auf der Photoiackschicht 200 ein gespeicher- 
tes Bild in Form spiraiigformiger oder konzentrischer Reihen von Punkten. die der vorgegebenen Information 
entsprechen, ausgebildet wird. Die Photoiackschicht 200 umfaBt ein Harz, ein lichtempfindliches Material und 
erne Ballastverbindung. deren Zusammensetzung weiter unien beschrieben wird. 
10 AnschlieBend wird die belichteie Photoresistvorlage entwickelt. wodurch auf dieser eine Reihe von sehr 
klemen Emtiefungen, die dem aufzuzeichnenden Signal entsprechen. geschaffen wird. woraus sich eine entwifc- 
kelte Photoresistvorlage ergibt. die die mit Gruben versehene Photoiackschicht 200 (Informationsaufzeich- 
nungsschicht) und die lichtdurchlassige Platte 100 enthalt, wie in Fig. 2(bj gezeigt ist. 
AnschlieBend wird die Photoiackschicht 200 auf dieser entwickelten Vorlage erwarmt und mit dem Ziel ihrer 
15 Fixierung auf der Iichtdurchlassigen Scheibe 100 getrocknei (nachgebrannt). wodurch eine getrocknete Photore- 
sistvorlage erhalien wird, wie in Fig. 2(c) gezeigt ist. 

AnschlieBend werden auf die Photoiackschicht 200 uitraviolette Strahien gerichtei. wie in Fig. 2(d) gezeigt ist. 
urn die Vernetzung des Harzes in der Photoiackschicht 200 zu beschleunigen, damit die als Informationsauf- 
zeichnungsflache dienende Photoiackschicht aushartet, wodurch sich eine Mutterphoioresistvorlage ergibt. 
20 AbschheBend wird die sehr kieine Gruben aufweisende Informationsaufzeichnungsflache mit einem 2P-Fluid 
das em mittels ultravioletter Strahien hartendes Harz ist, uberzogen, woraufhin auf die so uberzogene Informa-* 
tionsaufzetchnungsflache uitraviolette Strahien gerichiet werden, urn das 2P-FIuid zu einer Obertragungsschicht 
400 der Informationsaufzeichnungsflache zu harten. wie in Fig. 2(e) gezeigt ist. Diese Obertragungsschicht 400 
kann auf emer geeigneten Stempelhalteplatte gehalten werden. Zu diesem Zweck kann die Obertragungsschicht 
25 ^ zwischen der entwickelten Photoresistvorlage und einer (nicht gezeigten) Stempelhalteplatte. die im oberen 
Bereich der Darstellung vorgesehen wird. ausgebildet werden. 

Dann wird di^e Obertragungsschicht 400 von der entwickelten Vorlage abgetrennt. wie in Fig. 2(0 gezeigt ist 
Das heiBt, daB die Ubertragungsschicht 400 einen Harzstempel darstellt. 
Bis zum Schritt des Nachbrennens ist das Hersteilungsverfahren fur eine optische Platte gemaB der zweiten 
30 Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung mit dem herkommlichen Verfahren identisch. Ein wesentiiches 
Merkmal dieser zweiten Ausfuhrungsform umfaBt die Schaffung des Schrittes des Beschleunigens der Vernet- 
zung der Photoiackschicht 200 nach dem Schritt des Nachbrennens. 

Genauer wird gemaB der zweiten Ausfuhrungsform bei der Herstellung einer oder mehrerer optischen 
Flatten die Vernetzung der Photoiackschicht beschleunigi, um den Widerstand gegenuber dem 2P.Material zu 
35 erhohen um so eine 2P-Ubertragung auf der Photoiackschicht zu verwirkiichen. ohne daB eine Sperrschicht 
vorgesehen werden muB. 

Wie oben beschrieben. konnen mit dem Hersteilungsverfahren fur eine optische Platte gemaB der zweiten 
Ausfuhrungsform der vorhegenden Erfindung die Herstellungsschritte vereinfachi werden. wobei eine getreue 
Uberiragung der Informanonsaufzeichnungsflache im HersteilungsprozeB der optischen Platte erzielt wird. so 
40 daB dieses Verfahren fur die Herstellung von optischen Flatten in geringer Stuckzahl geeignet ist; daher ist mit 
aiesem Verfahren die Herstellung vielfaltiger Typen von audiovisueller Software in jeweils geringer SiUckzahl 
beherrschabar. * 

Vorzugsweise umfaflt die Photoiackschicht des Herstellungsverf ahrens fur optische Flatten gemaB der ersten 
und der zweiten Ausfuhrungsform die im folgenden angegebenen Komponenten ( 1 ) bis (3). 
^5 ^j.arzkomponenie (Basispolymer): Vorzugsweise umfaBt das Harz im wesentlichen Kresol-Novolak, das 

durchdie folgende chemische Formel 1 gegeben ist. 



50 



55 



60 




(1) 



(n ganze Zahl) 



(2) Lichtempfindliches Material: Vorzugsweise umfaBt das lichtempfindliche Material hauptsachlich den Ester, 
der aus U-Naphthochinon-Diazoo-Sulfonchlorid gebildei wird. wobei dieses Chlorid durch die folgende chemi- 
sche Formel 2 und durch eine Ballastverbindung. die durch eine der weiter unten angegebenen Formein 3 bis 15 
Oder durch em Gemisch derselben dargestelfl wird, gegeben ist. 
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(3) Ballasiverbindung: Vorzugsweise wird die Ballastverbindung durch eine der folgenden Formein 3 bis 15 
dargestelli und in einer Menge von 3 bis9 Gewichts- % relativ zum gesamten Photoresist beigemischt. 




5 



DE 41 40 712 Al 




10 



ill) 



CH, 
CH, 




35 



40 



55 



60 



63 



CH3 CH, 



,n PhSo™ Strahlen induzierte (hv-induzierte) Photoreaktion des lichiempfindlichen Materials des 



unten angegebenen chemischen Formel 16 ab 

Umordnung 



R 

CNaphthochinon-Oiazoi 





c=o 



4. (Brennen) des le.cht vernetzbaren Indenketens oder bei Einwirkung von Licht (Ultraviolet sTrahTenW^^^^ 

rsitiven Pho,^^^^^^^^^ Kreso - Novolak.dasd,e Hauptkomponente des Basispolymers des vorhandenen 

positiven Photoresists darsiellt. schafft die Beschleunigung von dessen VernetzunE schlieBlich ein 
warrnehartendes BakeKt (Kresolformallnharz). Die Ballastverbindung ermoglichTes an seine OH G™^ 

werden gewahrle.stet w.rd. Dadurch kann der Vernetzungsgrad mit dem Basispoly ner erhSht 



Paientanspriiche 

1. Herstellungsverfahren fur eine optische Platte. gekennzeichnet durch 

undeine SrlJ.lf K-.'^ ''^'^!'" f?''""''"" Laserstrahl (U) auf eine ein lichtdurchlassiges Substrat (10) 
&?rf,. di?.?„ M '^*'^"1"u ''*'°!?'5':''«^''icht (20) umfassende Voriage gerichtet wird. wobei in die em 
s?hich,{M)belicht?wTrd^^ "^^^ ""'^ Ballastverbindung enthaltende Pho.olack 

emen Nachbrennschritt des Erwarmens der Photolackschicht (20). urn diese zu fixieren: 

bestrahit wd Oberfiache der Voriage (10.20) mit ultra violetten Strahlen 

einen Schritt des Ausbiidens eines reflekiierenden Films (30) auf der Photolackschicht (20)- und 
e.nen Schrut des Ausb.ldens eines Schutzfilms auf dem refiekt.erenden Film (30). 

2. Optische Platte, mit 
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einem lichtdurchlassigen Substrat (10); 

einer Phoiolackschichi (20). die auf dem lichtdurchlassigen Substrat (10) ausgebildet ist und sehr kleine 
Vertiefungen aufweist: und 

einem reflekiierenden Film (30). der auf der Photoiackschicht (20) ausgebildet ist. 

dadurch gekennzeichnet. daQ die Photoiackschicht (20) ein Harz. ein lichtempfindiiches Material und eine 
Ballastverbindung aufweist. 

3. Herstellungsverfahren fur eine opiische Platte, gekennzeichnet durch 

einen Belichtungsschritt. in dem ein fokussierter Laserstrahl (La) auf eine ein lichtdurchlassiges Substrat 
(100) und eine darauf ausgebildete Photoiackschicht (200) umfassende Vorlage gerichtet wird. wobei in 
diesem Schritt die ein Harz. ein lichtempfindiiches Material und eine Ballastverbindung umfassende Photo- 
iackschicht (200) belichtet wird; 

einen Entwicklungsschriit, in dem die Vorlage (100. 200) entwickeli wird. urn in einer Oberflache der 
Photoiackschicht (200) sehr kleine Vertiefungen auszubilden: 

einen Nachbrennschriit. in dem die Photoiackschicht (200) erwarmt wird. um diese zu fixieren: 

einen Uliravioleitbesirahlungsschritt, in dem eine Oberflache der Vorlage (100, 200) mit ultravioletten 

Strahlen bestrahit wird; und 

einen Obertragungsschritt, in dem eine Obertragungsschlcht (400) aus einem lichtdurchlassigen. mittels 
ultravioleiier Strahlen harienden Harz auf der Oberflache der Photoiackschicht (200) ausgebildet wird. 
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